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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Text,  Abbildungen  und  technischen  Angaben   wurden  sorgfältig  erarbeitet  und  überprüft  und  spiegeln  die  Ansicht  und Meinung  der  jeweiligen  Autoren wider.  Trotzdem  sind  Fehler

nicht  völlig  auszuschließen.  Der  Herausgeber  weist  darauf  hin,  dass  Er  für  die  Fehlerfreiheit  keine  Gewährleistung  und  für  eventuelle  Folgen  aus  Fehlern  keine  Haftung  übernimmt.

 

TEST-PADS 

Unser Flying‐Probe‐Tester 4060 der Firma SPEA kontaktiert problemlos die neueste Generation von 
Fine‐Pitch Komponenten. Jedoch sind für ein problemloses kontaktieren der Pads wenige Design‐
Regeln zu beachten. 

Design‐Regeln 

• Minimalster SMD‐Punkt als Test‐Pad  200 µm  (empfohlen 500 µm) 
• Minimalste Größe der Kontaktierfläche  200 µm  (empfohlen 500 µm) 
• Minimalstes Kontaktierraster    300 µm  (empfohlen 500 µm) 
 


